Herstellen von Platinen

Haj Hassan ,Mohamed
Betreuer: Deml, Andreas
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Gliederung

1-Platine

2-Belichtung

3-Entwicklung der Photolack

4-Atzen B

5-Nachbearbeitung |a-Restlichen Fotolack entfernen
_ b- Létlack

c- Bohren

6-Aufraumen -
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1-Platine:

Platine besteht aus :
1-Schutzfolie
2-Fotolack
3-Kupfer _ e
4-Tragermaterial Sohiol
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2-Belichtungsgerat
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-Belichtung:
1-Layout ausdrucken(Tonverdichter)

2-Schutzfolie entfernen
3-legen das Layout umgedreht

auf Fotolack

Layout
' Fotolack

™~ Kupfer
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4-Layout und Platine auf die Glasplatte liegen
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5-Maschine einschalten:

-Vakuum ein

-kopie oben ein

-kopie unten ein
-Ventilator dricken
-Strom 2 Amper
-Belichtugszeit:3 minuten
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3-Entwicklung des Photolacks

* Das Zeil:Die belichteten Fotolack entfernen
* Entwicklerbad:

1 Teil Entwicklerkonzentrat+ 12 Teile Wasser
* Entwicklungszeit:20 bis 30 Sekunden
* Platine mit Wasser abspulen
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_— Fotolack

~ Kupfer

\Trﬁgermateria\
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4-Atzen

* Das Ziel :Das kupfer (ohne Lackfoto) zu
entfernen

_— Fotolack

_ Fotolack =
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\Trﬁgermaterial Tragermaterial
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Atzgerat
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e 1- Abzug
einschalten
(Auf rote Knopf

dricken)
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» 2-Die Temperatur von Heizung(max. 40 Grad)
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3-Luftzufuhr(blau) vorsichtig aufdrehen
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* Atzzeit:15 bis 30 Minuten

* Das Kupfer (ohne Fotolack) richtig entfernt
* Platine aus dem Atzbad Rausgenommen.
 Mit Wasser abspulen

 Mit Pressluft Trocknen
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5-Nachbearbeitung

a-Restlichen Fotolack entfernen

- Platine 2 Minuten unter Belichtungsgerat
(Ohne Vakuum und ohne Layoutfolie)

-Danach in Entwiscklungsbad+snilen + trocknen
_——Futulack

ﬁ o
Kupfer
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\Trager‘materlal Iragermateria |
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b — Lotlack

Das Ziel:
1- Die Leiterbahnen vor Oxidation zu

schitzen
2-Die Lotbarkeit
zU erhohen
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-Danach die Platine 24 Stunden trocknen lassen
oder
-Mit Hilfe Von einem Ofen:
-Zeit: 10 bis 15 Minuten
-Temperatur :100 °C
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e c-Bohren

e die meisten Bauteile brauchen Locher

mit Durcmesser von 0,8 mm
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6-Aufraumen

* Der Arbeitsplatz muss wie vorher sein
-Luftzufuhr Adrehen
- Heizung abschalten
- alle Glasser Abspulen und trocknen lassen
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Quellen

 Das Buch Von Projektlabor
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Danke fur eure Aufmerksamkeit

Aufgeht‘s ins Atzlabor
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